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營業報告書 

 
各位股東女士、先生們： 

首先感謝各位股東在過去一年對本公司的支持與鼓勵，在此謹將一○九年度營業計劃實

施成果、研究發展狀況及未來展望目標向各位股東報告如下： 

 

一、一○九年度營業報告 

1.一○九年度營業計劃實施成果 

一○九年度雖受新冠肺炎疫情影響，導致濺鍍設備銷售金額較一○八年度減少，

然公司將發展重心放在半導體產業之策略奏效，營收架構中半導體產業占比已超過兩

成，加以濺鍍代工價量齊揚，營收及毛利率創歷史新高之助威下，一○九年度營業收

入雖較一○八年度減少，但毛利率仍維持與過去相當之水準，為後續營運提供穩定發

展之環境。本年度合併營收 5 億 3,833 萬元，全年合併稅後淨利 7,077 萬元，較一○八

年度稅後淨利 9,475萬元減少 2,398萬元，每股稅後淨利為 1.84元。一○九年度整體營

運在新冠肺炎疫情影響，導致全球經濟活動停擺之不利環境下，總體預算執行達成率

為 64%。 

 

2.資產負債狀況說明 

一○九年底合併資產總計為 11 億 4,907 萬元，其中流動資產 10 億 289 萬元、非

流動資產 1 億 4,618 萬元；整體合併負債總額為 4 億 5,724 萬元，合併股東權益總額為

6 億 9,183 萬元，自有資本率為 60%。負債比率 40%，較一○八年度增加，主係因應匯

率波動，增加外幣定存質押借款所致。 

 

3.財務收支及獲利能力情形 

項目 109年 108年 

獲利能力 

資產報酬率 6.91 7.77 

股東權益報酬率 10.28 13.81 

占實收資本比率(%) 
營業利益 12.85 27.46 

稅前純益 19.40 29.64 

純益率 13.15 12.63 

每股盈餘(元) 1.84 2.43 

 

4.研究發展狀況 

本公司為專業之真空應用設備商，主要產品為真空濺鍍設備及乾式電漿蝕刻機，

並提供鍍膜代工服務。在真空濺鍍方面，除原有手機、NB 鍍膜、各類消費性電子產品

裝飾性鍍膜、AR-ITO 鍍膜及其他抗指紋鍍膜製程服務外，並以濺鍍為核心技術主軸，

積極跨入更高階之鍍膜技術，例如 IC 載板封裝製程鍍膜技術開發、封裝產業 Fan-out

鍍膜技術、薄膜被動元件基板、汽車產業零組件相關鍍膜製程設備開發、綠能產業所

需之真空鍍膜設備與鍍膜製程開發，並朝向 3D感測元件的鍍膜設備開發。而在真空電

漿蝕刻方面，則積極切入半導體高階先進封裝製程，提供先進製程所需之細線路電漿

蝕刻處理、介電材薄化蝕刻，以及細線路金屬蝕刻。 

技術團隊在真空濺鍍領域已有 20 多年產業經驗，擁有真空設備開發及技術提升

(附件一) 
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之能力，在設備、代工二大事業處之研發能力充份支援下，能更彈性滿足客戶需求。 

 

二、一一○年度營業計劃概要 

公司持續堅持以濺鍍與蝕刻為企業核心價值，並透過代工推廣真空鍍膜應用技術

為輔之發展策略，不斷跨足新產業，創造新的鍍膜應用，並透過代理商推廣、上下游

整合、導入工業 4.0自動化生產方式，拓展設備及代工海內外業務，並致力新產品的研

發、配合客戶提升現有製程效能、優化現有產品，發展新製程技術。本年度將延續一

○九年度之企業策略，全力衝刺半導體產業，除積極配合現有客戶，提升真空電漿蝕

刻設備產品於高階封裝應用的市場佔有率，並擴大在半導體產業中採用真空技術之應

用領域，期能成為半導體國家隊。除此之外，並積極開發應用於光學產業之新設備機

種，以如履薄冰的精神持續努力，期能提升公司營運及獲利，為股東創造最大利潤、

保障公司員工最大權益。 

 

 

 

在此謹代表友威科技全體員工，感謝各位股東的支持與愛護，促使友威營運穩定成長、

獲利。謝謝大家，敬祝各位 

 

身體健康 

萬事如意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事長：李原吉                      經理人：李原吉                   會計主管：陳繼萱 

  



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



 

 

 31 

 

 

友威科技股份有限公司 

109年盈餘分派表 

單位：新台幣元 

項目 金額 

期初未分配盈餘 80,399,169  

加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 179,697  

加：本期稅後淨利 70,772,255  

減：法定盈餘公積 (7,095,195) 

加：迴轉特別盈餘公積 1,856,115  

本期可供分配盈餘 146,112,041  

分配項目： 

普通股現金股利(每股 1.3 元) (50,011,854) 

期末未分配盈餘 96,100,187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事長：李原吉      經理人：李原吉      會計主管：陳繼萱 

(附件四) 
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友威科技股份有限公司 

股東會議事規則條文修正對照表 
條文 修正前條文(第 006 版) 修正後條文(第 007 版) 說明 

第三條 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第九條  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第十四條  

第一至三項略。 

選任或解任董事、變更章程、

減資、申請停止公開發行、董

事競業許可、盈餘轉增資、公

積轉增資、公司解散、合併、

分割或公司法第一百八十五第

一項各款、證券交易法第二十

六條之一、第四十三條之六之

事項應在召集事由中列舉並說

明其主要內容，不得以臨時動

議提出。其主要內容得置於證

券主管機關或公司指定之網

站，並應將其網址載明於通

知。 

 
以下略 

 
 
第一項略。 

已屆開會時間，主席應即宣布

開會，惟未有代表已發行股份

總數過半數之股東出席時，主

席得宣布延後開會，其延後次

數以二次為限，延後時間合計

不得超過一小時。延後二次仍

不足有代表已發行股份總數三

分之一以上股東出席時，由主

席宣布流會。 

 
 
以下略 

 
 

（選舉事項） 

股東會有選舉董事時，應依本

公司所訂相關選任規範辦理，

並應當場宣布選舉結果，包含

當選董事之名單與其當選權

數。 

 
 
以下略 

第一至三項略。 

選任或解任董事、變更章程、

減資、申請停止公開發行、董

事競業許可、盈餘轉增資、公

積轉增資、公司解散、合併、

分割或公司法第一百八十五第

一項各款、證券交易法第二十

六條之一、第四十三條之六之

事項應在召集事由中列舉並說

明其主要內容，不得以臨時動

議提出。 

 
 
 
 
以下略 

 
 
第一項略。 

已屆開會時間，主席應即宣布

開會，並同時公布無表決權數

及出席股份數等相關資訊。惟

未有代表已發行股份總數過半

數之股東出席時，主席得宣布

延後開會，其延後次數以二次

為限，延後時間合計不得超過

一小時。延後二次仍不足有代

表已發行股份總數三分之一以

上股東出席時，由主席宣布流

會。 

 
以下略 

 
（選舉事項） 

股東會有選舉董事時，應依本

公司所訂相關選任規範辦理，

並應當場宣布選舉結果，包含

當選董事之名單與其當選權數

及落選董事名單及其獲得之選

舉權數。 

 
以下略 

配合條文規範調整

公告方式，依 110

年 2月 9日證櫃監

字第 11000519042

號函辦理修改 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
為提升公司治理並

維護股東之權益，

依 110年 2月 9日

證櫃監字第

11000519042號函

辦理修改 

 
 
 
 
 
 
 
 
為提升公司治理並

維護股東之權益，

配合 110年 2月 9

日證櫃監字第

11000519042號函

辦理修改 

 

(附件五) 


